
����������	�
���
������������
 

CAE Molding Conference 2007 

����� �� �� �� � CAE � � � � � 	 
 � � 
 �� � � � � 	 
 � � 
 �� � � � � 	 
 � � 
 �� � � � � 	 
 � � 
 �  

 
����� � � �� 	 � 

H.P. Yeh, Ching-Chang Chien , Z. H. Wu 
 


 � 
 � 
 � � � � �  

(CoreTech System Co., Ltd.) 

 
�������� 

 
�������� "!$#�%'&�(

CAE )+*�,�-�.�/10�2�3�4�5767-98;:�<>=@?�A>B�C"D7EGFIH�:�J@K
L 8;M"NPO CAE QSR�T�U1K L J"V7WX8ZY�[�\S]�<1=�?�A�^�_a`Z: CAE 0+2Gbc8d0+2PO�e�f1=1g�J
h7i�jSkml�n@o

CAE 0�2�p�q@J+r�s�tu8wv�x1y�z@{Se�f�<1|1}�~'� CAE 0+2�����8���� l�� JI�
L `���� j"� O�y�z@{Se+f7<1|1} Moldex3D-Mesh �1� CAE J�B'�S�7.7��8;M j <@|�J�e+f7�PO��
�"���m� J CAE ���98d��bS�����w���S �.u¡¢p�£��1¤S0�2¥¡¢¦@¤1K L ¡�§>¤1K L ¡w¨S©�0+27ª�«
¨¬©G012c­S�®�$¯°`S±+B³²m´�J¬���� µ.G¶1/·�"¸  ¬¹ F�º�» (Injection molding) ¡½¼·F�º�»
(Extrusion) ¡¿¾��+º�» (Thermoforming) ¡¿À�Á1º�» (Blow molding) ª IC ÂSÃ (RIM) <mÄÅ`w��� j N>O
Moldex3D-Mesh e�f�<1|@}�Æ1��Ç�O+» CAE B"�"��}È8 j <1|�57e�f7�>O�� �m� J CAE ����8ÉM'Ê
Ë 0+2�p7q�`  

 Ì�ÍPÎÌ�ÍPÎÌ�ÍPÎÌ�ÍPÎ
: e�f7<@|1}Ï¡ZÁ1Ð70+2¥¡¢Ñ�ÒSÓS4  

 

��������� �� �� �� �  

�7���¬�Ô '!�#�% 8É:�<1=�?IA�J�Õ�/GbÅ8
&¬(

CAE )�*S,�-�.S/�0+273�4Ö8�×�Ø@H+:µK
L JID�EÙ8d×1��Y�[�\"]�<1=�?�A�^�_Ö8;Ú�Û1�
Ü ¯�Ý@J�Þ�ßà`âá@��: CAE 0+2GbÅ8�0+2mO�e
f>=1g'J h7i�j"k¬l�n�o CAE 0+2�p�q�J�r�s
tÖ8äãSå'£1e�fPJ Ü�æ 8èç�çÈéëê"ì$í %mî Y'ï
0�J Ü�æ 8ðv�x@y�z@{"e+f7<1|1}�~'� CAE 0
2Ö�È�ñ8+�ò� lÈ� Jó� L `��X� j NuO
Moldex3D-Mesh e�f7<@|1}�Æ1�SÇ�O+» CAE B
�S��}·8 j <1|+5�e�f��>O��m���S �.�¡�p'£��
¤S0+2�¡�¦1¤1K L ¡�§>¤@K L ¡¢¨"©@0+2�ª�«"¨
©@0+2¬­ �m� J CAE ���7¯u`  

������������Moldex3D-Mesh����	 
 � � 
 � � �	 
 � � 
 � � �	 
 � � 
 � � �	 
 � � 
 � � �  

���� �.1J�����«>²�ô@Çò8è²"´�JS���S �.
¶+/µ��¸  S¹ F�º�»�¡d¼µF�º�»�¡w¾���ºS»�¡õÀ
Á1º�»>­7`ö��÷ jS� O Moldex3D-Mesh e+f7<1|
}�Æ1� CAE B"�"�7.��¥8ZM j <@|�J�e+f7�PO
� �m� J CAE �I�� �.+���7¯u`  

1. 
¹ F�º�»®� ¹ F�º�»@ø�ùS�PO�:7ú1û"ü
ý ���7þ7º�»1J'¶+/7¯®8 �7���¬�Ô '!
#+%�&¬(

CAE )�*S,�-S.S/�3�4"5�6
-G8ÿ:SÁ1�@?�A@BSC����PF�r7{�<@|�J
K L 8 M'QSR�T�U1K L J"V7Wò8ÉYSY����� x7¶�/P?�A�5�{7¤�ªSz	�1`�
mO
�
r�����Õ Moldex3D-Mesh <1|"e+f�M



����������	�
���
������������
 

 

CAE Molding Conference 2007 

��� ¹ F�º�»�¶�/��$Þ�J�������þG8 M
&µ(�������� �7ì@AÈFSJ� PÄIÁ¬Ð@0
273�4
! Moldex3D ×�Ø�"
#�¡%$�&�¡')( ¡+*"\�,.-�­S0"29`0/�1��SN�O
Moldex3D-Mesh <>|Se'f32�534�5SÁ
»³`6/
7��+NPO Moldex3D ×�Ø ¹ F�º
»�0+2�2PJ�p�qa`  

2. ¾���º�»®� ¾��+º�»+Á�8>0+2:9 � �PO
� 6�-�Ä��7��;=<�<m=Sªm¶"/@5¬?�A
b?>�@�A�B�CS©¬¡ED
A75)F�G�H�t�0�I
ª3JSt�0�I$¡ Á1�'ª���;K<�r)L�¦)M�þ
Æ7¦75SzS��¡E��ª���N�;K<I5�O�Æ���þ
×�Ø	>S4:PRQS5+Á�8TS�0�2³8U�RV�W�<
=�53X�2�H�t�0�I7ª���N�;.<RCS©¬`UY
��¯G8 <@=�5)M�Z�CS©�[�\�tP­
S"<1=
H>t@º�]_^a`¿áP�u8cbed�ÓmO�©P{¬Þ
ßc8f1�g�h�Ú3X�i:j�t"ª�k.l�©Ï` ���
��Õ Moldex3D-Mesh ~:/IÑ�5�m�n:op�q »"å'£>0+2��$Þ�57e+f³8 M�rRs�¾
��º�»�0+273�4
!3tEuwvyx{z�8|�3�S¾���º
»)2a8 ��þPJ}H�t�0�~X8 �"p�q)[�/)�
�	�a`  ���

 À���º�»®� À�Á@º�»+Á�8>0+2:9 � �PO
� 6�-�Ä��7��;=<�<m=Sªm¶"/@5¬?�A
b?>�@�A�B�CS©¬¡����75)F�G�H�t�0�I
ª3JSt�0�I¥¡dÁ>�'ª���;.<������E�
�
� 8��y������� Æ7¦75Sz���¡���ª���N�;.<
5�O>Æ3�1þP×'Ø�>�4.P�Q�5SÁ�8:S>0
2³8U�RV�W�<1=+53X�2�H�t�0�I7ª���N
;.<RCS©c`�Y��S¯à8 <@=+5)M�Z�C"©�[
\�tP­
S"<1=
H�t7º�]�^�` á@�³8�b	d
Ó1O�©@{1Þ�ß¬8�1�g3hSÚ�X)i:j�t"ª�k
l�©P` B-SIM ����1)�7À���º�»1J CAE

3�4 8Z����
¬O Moldex3D-Mesh ~��
C���o p	q »"<@|S0+2���Þ'J�e�fó8�[
/R���	�X`�r1F�e�f���� B-SIM ×�Ø
0"2°8 �	��À>�Sº�»�2$�'þ�J�H>t>0
I 8�0+27p�q)[�/�¡��T�X`

��������Moldex3D-Mesh����� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �  

p'£>0+2µ��¸�¦@¤1K L ¡è§>¤1K L ¡;¨S©@0
2¥ª « ¨u©Ù0X2°­ò� � `7� ÷ ju� O
Moldex3D-Mesh Æ1�"B"�"�7.��Å8 j <@|�5�e+f
NPO ABAQUS ª ANSYS ×�Ø�M�£10+2�¡£¢�¤�0
27ª'Á_¥�0+2¥`  

1. M�£>0+2a� £�þ æ J};�~�¦S¦e<}§X8 r
����Õ)MS£SÁ�8>0+2���ß}¨È8{©�ª1x'p
qµ8 r���«+-S<@=�?�A %mî ×�ØT��� �
� M�£¬J�¬"º"ª��"~�¦"¦>J n@o `­��Õ
Moldex3D-Mesh ~�4�5"ÁP»S<P|�[./® 5�e�fó8 M�rRs  j)¯�°�0+27374
!
ABAQUS 8�ßT¨�4.5 æ ;ó~_¦$¦±<
§98²/}³����10�2�5);�~�¦S¦e<}§u`  

2. ¢T¤�0+2³�­1�g7.PÄ�¯P²}��Õ�¢T¤3��´
� D�E�A�BPJ�Ø1�$8�[�µ�-�Á_¥)����¶
!1�1¤�-I¨P­µ`·��¸�¹'.>Ä7���Å8»º1{
� CAE JSV�¼�]�½$J�Á�8�¾�¿ Ü p'£
J�¶�À���ª@{�d7J}Á�Â³8 j r���ÃRi�ÄÅ J+Ó�ÆÈÇ+Oò8�Ã
i'ì�A�ºS�c`%^?[�ÉÊ ¿T�µJ
¢:¤���´e���@ÓT¹PJ
¿:¤SÁ
8$­Å`âx q 8 3C <mÄ}Ë Ü ²R��Õ�¿T¤
��´�¨1Û�X�ÌmJ�p'£ ��Í 8U������Ã�Î
J�Ï�Ð:��Ñ�Ò3ÓeÔ�Õ�Ö¬=�×�¦�Õ�/³bØ q J�¾�¿P{�dÅ`���÷�� Taylor bar ¢
¤�´�Æ>��Ù�Ú 8 ( Moldex3D-Mesh <
| 1/4 Taylor bar e�f�Û?Ü"Á1»S5 8·[
/�Ý��	�·`ÞrRs ABAQUS ×�Ø�¢T¤�´
Æ>0+2 8ß/�àS���"Á�8�5�¢T¤�ÕS/u`  

3. Á_¥+0+2³� Á_¥�0+2S:�Ó�á�¯  )â¬# �
Oò8�ã"���PJ �P� 8åä�æTç�è�é3ê�ê��ë Y"p'£�ì�¦�í	��`E^}[�É": CD ROM

J�p'£�¯�×�ØSÁ.¥+0+2 Ü 8�ä)æ	ç�ê�îï ì¬J�AP|�ð á@� ��Í [�ñT��ò¬J�óTôõ Ü 8�ä�æ	ç)ö�÷Pv�� ï ìTøeù"�ú
�ó
ô õ ¶7J�ûRü�N¬` ��÷�~�1�ý�þ@×�ØSÁ
¥+0+2 8ß/�à�1"� Moldex3D-Mesh <



����������	�
���
������������
 

CAE Molding Conference 2007 

|�5�ý�þ�e�fa8 j �Tr
s ANSYS ×�Ø
Á_¥+0+2X8y/�à�7 (?ÿ ���c¡ ( ¯P���
0������ 1~6 ��ì�¦�Á_¥Ï`  

��������Moldex3D-Mesh���� IC � � � � �� � � � �� � � � �� � � � �  

�
	 ����� IC ÂSÃS<mÄ�
��98 v�x���~ IC

ÂSÃ�Á>� ��Í Ë'A���� !¬# h�� J ��� 8 �����
� rSº��@J�¦>O CAE 0+2��3� IC ÂSÃ7Â'�>¶+/
b�²µ´GJ��µ¨���L (Wire Sweep) ¡���n � L
(Paddle Shift) ¡ ¾S�m¤ (Thermal stress) ­1K L `
InPack �� �� IC ÂSÃS<1= ��! 0�2 ( �Ô¸'Á>Ða¡
�1¤+ª�¾#"10+2 ) 5�BÈ¡f27�S��� ��Í 5S374à8 r
O � Á�8>0+2@¾%$�©'Á@Â�AS: IC ÂSÃ7Â'�>¶+/
J
#'Á�ª#&�ÜmJ�ÕS/�`�M Í(' ¾)$�©>���75#&�Ü* � 8äM Í(' Â���"
#,+'Á_Î-&�Ü@0+2Ù8èQSR(.
@�¨�S$��Â��0/ ¡21�Ü	�"0�I¥¡ * t>W�d"0�I¥¡
1	LT&m¤P­ lS��3#4 ` Moldex3D-Mesh rS�¬�
InPack J�B"�S��}�8ÿNPO Moldex3D-Mesh å"£@Ð5 ª IC ÂSÃ)6I��e�f 8de�f7<1|87:9+5)2@r8;<�= F}� InPack ×�Ø�>���ª@0+2�`  

�����PO Moldex3D-Mesh <1|�[e/�à+Ñ�5
e�fò8 MSNPO Moldex3D ×�Ø1¾)$�©�A�B IC ÂSÃ
5�0+2 8�0+2�p7q)[e/�à��
�	�a`  

��������� �� �� �� �  

���"º��'�PO Moldex3D-Mesh e+f7<1|@}
Æ1� �m� CAE Solver J+B"�S��}18 j ��<1|�57e
f 8 = F�º # � CAE 3741JR��?�f�¼�8äM�r
s
�m� ���>J CAE 3�4�×�ØSÁ�8P0�2 8�0���~1�
�� �.@¶�/��®�Ô¸PJ ¹ F�º�»a¡õ¾���º�»a¡wÀ�Á
º�»"ª IC ÂSÃS<mÄ�­ �P� ���PJ"���� 7.@¶+/
×�Ø CAE 0+2 8äM j Moldex3D-Mesh <@|�5�e
fa8 = F�º ABAQUS ª ANSYS ��?�f�¼c8 0��
×�Ø�4�5,17¦�MS£>0+2�¡cý�þ'Á_¥�0+27ª Taylor 

bar ¢ ¤ ´ Æ°0 2 ­A@CB¥Á 8 `�© ª
Moldex3D-Mesh �7<@|�J+e�f�8Ér����>O���¢�¤
0�2 ( /�Ý�¡�à ) 8c����A�B�D�E¥¡�o p ¶�À7ª�A

B7p'£e\�t ` ã7r'�PO�� Í(' Á_¥�0+2 ( /)à�1X¡
à)7 ) 8�©�ª1x�Á_¥�0+2�@�ª 8 r��}
	ä)æ': ��Í
p'£¬J ÜGF 8·ê1?�p'£IH�á,J'¦�í	� 8·ê	î�Ú�Ûï ì 8�KMLÅpÏ£ ÂNE `}© ªX¯PO �uO 8
Moldex3D-Mesh eSf1<m|¬}'rSô¬Ç>J'��O+� �
� ���PJ CAE 0�2 8RQ�Æ1Ç�O+»@J CAE B"�S�
}Ï`  

��������� � � �� � � �� � � �� � � �  

1. J.C. Chien and C.T. Huang, L. Kenny, D.C. 

Hsu, “Moldex3D-Mesh e'f7<>|1}�: CAE

�³�· X.c�a�à5Å�uO ”, CAE Molding 

Conference 2005. 

2. C.T. Huang, D.C. Hsu, V. Yang, “ X,S>)�*S,
->.1/13m47�$¾m��º1» (Thermoforming) ª
À�Á®ºm» (Blow molding) 0�2 ��� �óO�º
q ”, CAE Molding Conference 2005. 

    ����! " # $! " # $! " # $! " # $  

 
/�1X¡ Moldex3D-Mesh <@| ¹ F�ºS»S5�e+f  

 



����������	�
���
������������
 

 

CAE Molding Conference 2007 

 

/
7 ¡ ¹ F�º�»�Á>Ð70�275�Ð'¦�T"B

/IÑÏ¡ Moldex3D-Mesh <@|"¾���ºS»)�$Þ�5�e+f

/)�à¡¿¾���º�»���þ�H�t�0+2

/R�Ï¡ Moldex3D-Mesh <@|"À���ºS»)�$Þ�5�e+f

/�¡X¡¿À���º�»���þ�H�t�0+2
 

 
UWV X

Moldex3D-Mesh <@|�4�5'Á@»S5�e+f  

 

 

 

 



����������	�
���
������������
 

CAE Molding Conference 2007 

 

 

 UZY�X
ABAQUS Á�8@5)MS£>0+2�p7q  

 

 
U-[�X

Moldex3D-Mesh <@| Taylor bar 1/4 Û}Ü"Á
»S5�e�f  

 

 

 

 

 

 

 U]\MX
ABAQUS Taylor bar ¢T¤�´�ÆSÁ�8@ÕS/  

 

 U]\G^MX
Moldex3D-Mesh <1|�5�ý�þ�e�f  

 

 

 

 

 



����������	�
���
������������
 

 

CAE Molding Conference 2007 

 

 

 
U]\]_`X

ANSYS acb]d-egf�h  

 

 U]\]i`X
Moldex3D-Mesh j,k
l-m�n:oqp IC r�s  

 

U]\�t Xvu,wyx
z�{
IC rGs�|�d}e#f�h  


